
Precyzyjny, programowalny 
system do monta¿u 
i demonta¿u PBGA, CSP, 
LGA, LCC oraz innych 
komponentów SMD. 
Idealny do poprawek 
poprodukcyjnych, serwisu, 
prac projektowych 
i produkcji 
krótkoseryjnej.
Rozbudowana wersja 
THERMOFLO 1500

10 lat doœwiadczeñ

Bezp³atne 
prezentacje 
i szkolenia

D³ugie gwarancje 
i bezp³atny serwis

Natychmiastowa
realizacja 
zamówieñ

Uznani œwiatowi 
producenci

Tysi¹ce 
zadowolonych 
klientów
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THERMOFLO 1500 stworzono by umo¿liwiæ ³atwy i bezpieczny 
monta¿ i demonta¿ elementów takich jak BGA, PBGA, CBGA, 
µBGA, CSP, FC, MLF, LCC i innych.
Dziêki precyzyjnemu uk³adowi optycznemu o wysokiej 
rozdzielczoœci dok³adne wypozycjonowanie elementów 
jest ³atwiejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.

Sto³owe urz¹dzenie rentgenowskie 
przeznaczone do kontroli monta¿u elementów 
elektronicznych - szczególnie BGA/CSP. 
Oprogramowanie do dokumentowania i 

archiwizowania zdjeæ.

. Intuicyjne, ³atwe w obs³udze 
oprogramowanie, zapewniaj¹ce 
operatorowi zawsze skuteczne 
przeprowadzenie procesu
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Szybkie i precyzyjne konfigurowanie nawet 
bardzo z³o¿onych profili
Ca³oœæ procesu odbywa siê bez 
przemieszczania p³ytki lub komponentu
Podgrzewanie p³ytki promiennikami IR 
oraz du¿ej wydajnoœci g³owica 
konwekcyjna pozwalaj¹ na efektywn¹ 
pracê z “trudnymi termicznie” p³ytkami
Mo¿liwoœæ obs³ugi p³ytek o maksymalnych 
wymiarach do 305x305mm
Wbudowany kompresor, standardowo 
wyposa¿ony w opcjê zasilania azotem
Atrakcyjna cena

THERMOFLO 1500THERMOFLO 1500

THERMOFLO 3000

XR 3000

Kestrel jest wysokiej jakoœci 
bezkontaktowym systemem
pomiarowym ³¹cz¹cym w sobie szereg 
zalet wœród, których najwa¿niejszymi s¹:

KESTREL

! dok³adnoœæ 
i powtarzalnoœæ 
pomiarów,

! wyraŸny obraz ,
! szybkoœæ pracy,
! ³atwoœæ obs³ugi,
! niska cena.

WORLDWIDE

ŒWIADCZYMY US£UGI W ZAKRESIE 
MONTA¯U I DEMONTA¯U UK£ADÓW
W OBUDOWACH BGA I POCHODNYCH 
(PBGA, µBGA, CSP, FLIP CHIP)

ŒWIADCZYMY US£UGI W ZAKRESIE 
MONTA¯U I DEMONTA¯U UK£ADÓW
W OBUDOWACH BGA I POCHODNYCH 
(PBGA, µBGA, CSP, FLIP CHIP)

NAJNOWSZEJ GENERACJI 
SYSTEM MONTA¯OWO-DEMONTA¯OWY
DLA UK£ADÓW 

NAJNOWSZEJ GENERACJI 
SYSTEM MONTA¯OWO-DEMONTA¯OWY
DLA UK£ADÓW BGABGA
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